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Polierscheiben aus der EHWA-Originalunterlage

Rickseitenfinish nach dem Schleifen

EHWA zeigt Polierwerkzeuge fir das Finish von Siliziumwafern nach dem Riickseitenschleifen. In den
Quellen werden DP fir Dry Polishing, GDP fir Gettering Dry Polishing Pad und GPP flr Gettering
Polishing Pad verwendet. Diese Bezeichnungen werden mit ihrer jeweiligen Werkzeugausfiihrung und
Quelle betrachtet; aus den unterschiedlichen Namen wird keine unbelegte Bindungs- oder
Materialgleichheit abgeleitet.

Beim Ruickseitenfinish zahlen Rauheit und die nach dem Schleifen verbleibende Schadigung.
Gettering-bezogene Verfahren beriicksichtigen zusatzlich die Fahigkeit geeigneter Strukturen,
Verunreinigungen zu binden. Hohe Bauteilfestigkeit und das gewlinschte Gettering-Verhalten werden
dabei gemeinsam betrachtet.

Werkzeug und Aufgabe zuordnen

Quellenbezeichnung Aufgabe beziehungsweise Merkmal

DP Wheel Trockenpolieren der Siliziumwafer-Rickseite

GPP Gettering-bezogenes Polierpad, im Beispiel nach Z1 und Z2

GDP Bezeichnung Gettering Dry Polishing Pad in erganzenden Quellen
Z3 im GPP-Beispiel Polierwerkzeug nach zwei Back-Grinding-Stufen

Werkzeugaufbau und Prozessnutzen

Die DP-Unterlage zeigt einen Wollfilz mit Zirkoniumdioxid und eine Impragnierung mit Harz und ZrOz.
Dieser Aufbau gehort zur dargestellten DP-Ausfuhrung und wird nicht auf jedes Gettering-Pad
Ubertragen. Das Werkzeug stellt eine eigene Finishstufe nach den Schleifwerkzeugen dar.
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Trockenpolieren arbeitet ohne eine zum Polieren eingesetzte Slurry. Die Verfahrenseinordnung wurde
anhand einer primaren Maschinenherstellerbeschreibung geprift. Fur die EHWA-Auslegung zahlen
Maschine, Aufnahme, vorherige Schleifstufen und gewlinschte Riickseitenqualitat. Die tatsachliche
Prozessfuhrung wird gemeinsam mit der konkreten Werkzeugausfuhrung festgelegt.

GPP-Beispiel aus der EHWA-Unterlage

EHWA zeigt einen Versuch mit zehn 12-Zoll-Silizium-Dummy-Wafern, AMC APB1-330-Tape und einer
DISCO DGP8761. Nach Z1- und Z2-Back-Grinding folgt das EHWA-GPP als Z3-Werkzeug.

Berichtete GroBe Quellenwert

Ra, Zentrum 0,92 nm
Ra, mittlerer Bereich 1,05 nm
Ra, Rand 1,177 nm
Die-Strength-Diagramm nach Z2 560 MPa
Die-Strength-Diagramm nach GPP 730 MPa

Quelle: GPP-Unterlage, PDF-Seiten 1-2, visuell gepruft. Die Werte gehdren zum dargestellten Versuch.
Das Diagramm benennt keine vollstandige Festigkeitsprifmethode; aus den Zahlen entsteht deshalb
keine allgemeine Festigkeits- oder Rauheitszusage.

Die drei Rauheitspositionen zeigen, warum ein Rickseitenfinish Uber mehrere Bereiche bewertet wird.
Filr einen Vergleich werden auBerdem der Zustand nach Z2, die Werkzeugfolge und das angestrebte
Gettering-Verhalten bericksichtigt.

Ihr Wafer-Finish abstimmen

Nennen Sie Wafermaterial, Durchmesser, Zielstarke, Maschine, Tape und vorhandene
Z21-/Z2-/Z3-Werkzeuge. Erganzen Sie gewlinschte Rauheit, Festigkeitsanforderung und gegebenenfalls
Gettering-Ziel. Die vorhandene Prozessfolge ist ein guter Einstieg flr die Werkzeugabstimmung.

EHWA Europe: info@ehwadia.de - +49 6173 997780

Werkzeugauslegung anfragen

Quellen und Originalunterlagen
« EHWA: GPP und DP - PDF-Seiten 1-4; GPP-Versuch: Seiten 1-2.
« EHWA: GDP - Gettering Dry Polishing Pad - PDF-Seite 1.

« EHWA: DP Wheel - Dry Polishing - PDF-Seiten 1-4.

« EHWA: GDP, weitere Versuchsfassung - PDF-Seite 1.

» DISCO: Trockenpolieren mit Polierpads und Gettering-DP-Verfahren - allgemeine
Verfahrenseinordnung, keine ibernommenen Fremdherstellerwerte.
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https://ehwadia.de/?dokument=wafer-polishing&kapitel=enquiry&sprache=de&ausgabe=redaktion-2026-10-13#anfrage
https://ehwadia.com/wp-content/uploads/2024/01/GPP_DP_2024-Semicon.pdf
https://ehwadia.com/wp-content/uploads/2025/02/GDP.pdf
https://ehwadia.com/wp-content/uploads/2023/01/DP.pdf
https://ehwadia.com/wp-content/uploads/2018/09/GDP.pdf
https://technology.disco.co.jp/jp/method/DryPolishing/
https://www.disco.co.jp/eg/products/dry_wheel/getteringdp.html
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